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REVCO SILICON tenkovrstvovd omietka

Priemyselne vyrdband, matnd, vodourieditelnd tenkovrstvovd omietka v zatieranej (hladenej) alebo ryhovanej struktire na baze silikénovej disperzie, s obsahom
kremicitého plniva a zuslachfujicich prisad, ktoré zabezpeuji lahki spracovatelnost, dlhi Zivotnost a odolnosf voéi nepriaznivym klimatickym podmienkam,
ténovatelnd do vietkych odtiefiov vzorkovnice REVCO. Je vodoodpudivd, umyvatelnd, s dobrou krycou schopnosfou, vybornou oteruvzdornosfou a paropriepust-
nosfou, vhodnd k okamzitému pouzitiu.

POUZITIE VYROBKU

Omietka REVCO SILICON je vhodnd na koneéni povrchovid Gpravu minerdinych podkladov a tepelnoizolaénych systémov v exteriéri aj interiéri. Povrch je nenasi-
akavy, odolny vode, ale priedudny a paropriepustny.

CHARAKTERISTIKY PODKLADU

Podklad musi byt suchy, nosny, &isty, bez mastnoty, vykvetov soli, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byt dostatoéne vyzreté.
Pri starych podkladoch treba odstranit uvolnené odlupujice sa Easti omietky, nesidrzné zvysky starych néterov a poskodené miesta vyspravif. Vyspravky treba nechaf
Uplne vyzrief, dbaf na to aby mali rovnaky struktiru povrchu ako ostatné plocha. Povrch musi byt dostatoéne pevny, hladeny alebo gletovany a rovnomerne nasiaka-
vy. Miesta s biotickym napadnutim (riasy, plesne) osetrif vhodnym pripravkom.

PRIPRAVA

Povrch celoplo$ne napenetrovaf omietkovym zdkladom REVCO PRIMER v odtieni ako vrchnd omietka a pockaf 24 hodin. Dbaf na rovnomerné nanesenie omietk-
ového zdkladu a tiez na to, aby bol omietkovy zéklad pred zac¢atim nandsania omietky Gplne vyschnuty.

Pri silne nasiakavych podkladoch ako staré omietky, pérobetén alebo tepelnoizolagné omietky odpori¢ame pouzif najprv impregnaény ndter REVCO PRIMER
IMPREGNER, pockaf 24 hodin a az nésledne vykonaf samotni penetrdciu povrchu omietkovym zdkladom REVCO PRIMER v odtieni ako vrchnd omietka.

APLIKACIA

Onmietku bezprostredne pred zacatim prace dékladne premiesat elekirickym mie3adlom s nizkymi otdkami. V pripade potreby ju doriedif max. 2 % &istou vodou. Na
jednu stenu pouzit omietku s rovnakym datumom vyroby, alebo vedrd s rozdielnym détumom vyroby zmie3at vo vécsej plastovej nddobe kvéli moznym odchylkam v
odtieni. Omietku nandsaf nerezovym hladidlom v rovnomernej vrstve, v hribke zodpovedaijicej maximdlnej velkosti zrna a ndsledne upravit plastovym hladidlom
$truktoru povrchu pozadovanym spésobom.

SILICON SPACHTEL - hladend (zatierand) struktira: Omietku upravit plastovym hladidlom krizivymi pohybmi.

SILICON STRUCTURA - ryhovand struktdra: Omietku upravit plastovym hladidlom do pozadovanej struktiry bud vodorovne, alebo zvislo, alebo kriZivymi pohybmi.
Pracovaf na celej vyske steny sicasne, dbaf na spracovanie celych stien bez prestévok, aby nevznikli viditelné spoje. Prebytocni omietku zostdvajicu na plastovom
hladidle pocas Gpravy struktiry vzdy priebezne odstrafiovaf. Vyhndt sa prilis dlhej Oprave Struktiry, aby nedoslo k zosiveniu, resp. tzv. “preddchaniv” omietky.

Zvysend vlhkost a nizsia teplota vzduchu mézu vyrazne ovplyvnif dobu  schnutia materidlu. Pocas doby spracovania a schnutia materidlu chrénit fasédu zodpovedaijicim spésobom pred
pdsobenim priameho slne¢ného Ziarenia, dazda, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimie3avaf Ziadne iné materidly. Oknd, dvere a iné okolité konstrukcie pred zacatim prac
doékladne zakryt, pripadné odstreky a pouzité naradie a ndstroje umyt ihned' &istou vodou. Pre pouzitie farebnych ténov koneénej povrchovej Gpravy v tepelnoizolaénych systémoch
(ETICS) podla svetlosti povrchovej Gpravy plati, ze sicinitel svetlosti povrchovej Gpravy (HBW, TSR) musi byf viac ako 25 %. Povrchova Oprava so stinitelom svetlosti povrchovej tpravy
menej ako 25 % sa v ETICS neméze pouzif. Odtiene vo vzorkovnici si vyrobené tlagiarenskou technolégiou, z toho dévodu sa nedé zaruéif Gplné zhoda odtiefiov s odtiefiom naténovanej
farby. Vysledny odtieri materidlov je zavisly od $truktiry podkladu, doby schnutia, spdsobu nandsania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemézu byf
dévodom na reklamdciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtiefia odpori¢ame objednanie potrebného mnozstva materidlu z jednej vyrobnej sarze.

TECHNICKE UDAJE:

SPOTREBA MATERIALU: CISTENIE: Néradie - ihned po préci a pri dihsich ~ BEZPECNOST, EKOLOGIA, LIKVIDACIA:
Vgrobok Spotreba prestavkach vodou. Detailné informdcie néjdete v Karte bezpeénostnych
SILICON SPACHTEL 1,5 mm 2,4-2,6 kg/m? ~ DOBA SCHNUTIA: 10 hodin pri +20 °C a 42 % Udajov na webovej strdnke www.ekolor.sk alebo ju

SILICON STRUCTURA 2 mm 2,7-2,9 kg/m2  relativnej vlhkosti. Nizsia teplota a vysSia relativna dostanete na vyZiadanie u vyrobcu.

vlhkost dobu schnutia pred|zujo.

PRETIERANIE: Po 24 hodindch.
Upozornenie: Po pretreti omietky farbou sa zmeni
Struktira jej povrchul

OBJEMOVA HMOTNOST: 1,85 kg/dm?
OBSAH PEVNYCH CASTIC: 85 %

SKLADOVANIE: 2 roky - v origindlnych dobre
vzavretych obaloch.  Chranif pred mrazom,
vysokymi teplotami a priamym slne&nym Ziarenim.

Uvedend spotreba plati pre idedlny hladky podklad.
Spotreba sa mdéze menif v zavislosti na spésobe
nandiania a kvalite podkladu.

RIEDENIE: ¢istou vodou max. 2 %.
TONOVANIE: Podla vzorkovnice REVCO.
NARADIE: nerezové hladidlo, plastové hladidlo

TEPLOTA:
Teplota vzduchu a podkladu nesmie byf poéas doby

spracovania a schnutia nizdia ako +5 °C a vysiia )
ako +25 °Cl BALENIE: plastové vedro 16 kg

Upozornenie: Nenandsaf za dazda, priameho
slneéného Ziarenia, hmly a silného vetral

Pred spracovanim si dékladne prestudujte technické informécie ! Vydanie: 2/2025

N&3 technicky popis predpokladé odborné pouzitie produktu. Informacie vychddzajo z nasich najnovsich skisenosti a poznatkov, no pouzivatel je aj napriek tomu povinny
vykonat predbezni praktickd skisku a kontrolu.



